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Adsorcién de tioles y su efecto sobre el transporte eléctrico
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La inestabilidad y los tamanos caracteristicos de las peliculas ultra-delgadas de Cobre (Cu) en los C.I.
han presentado problemas en su continua utilidad en el mercado de los semiconductores [1], requiriendo la
caracterizacion de tecnologias emergentes. Se realizaron mediciones de la progresion temporal de la resisten-
cia eléctrica a tiempos cortos de la adsorcién y formacién de capas autoensambladas [2] de 1-dodecanotiol
(DDT) sobre la superficie de muestras de cobre (Cu) [3-5].

Se prepararon y caracterizaron un conjunto de peliculas delgadas de Cu y Cu/Cr de 20 [nm] y 10 [nm]
de espesor respectivamente sobre mica de moscovita a diferentes temperaturas de sustrato de deposicion,
cambiando la topografia y tamano de grano de las muestras [6]. Debido a la diferencia del tipo de crecimiento
de Cr (2D) y Cu (3D), la deposicién sobre el surfactante comienza por rellenar los espacios sin depositar
del Cr seguido del crecimiento de nanoislas. [7-8] Se estimé los valores de los pardmetros de especularidad
[9] del Cu y Cu/Cr y sus variaciones producto de la adsorcién de DDT. Los resultados indican que el
Cu presenta una mayor contribucién de su resistividad debido a dispersién de electréon-borde de grano.
Ademsds, la adicién del surfactante aumenté significativamente la respuesta eléctrica al momento de la
adsorciéon. Finalmente se calcula la variacién en la tasa de oxidacién en tiempos cortos, pero sin una
completa detencion de la oxidacién, a excepcion de la cdmara controlada.
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Figura 1: a), b) y ¢) representan la progresidn temporal de la adsorcion de DDT sobre la superficie ozidada de Cu.
d) Comparacion entre el modelo de Cabrera de ozidacion y la medicion experimental. e) Comparacion
de la variacion porcentual de las diferentes muestras con sus respectivas temperaturas de deposcion al
momento de inmersion
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